PLASTIMUL C

Bezrozpuszczalnikowa, zageszczona emulsja
bitumiczna do izolacji przeciwwilgociowych oraz do

gruntowania powierzchni przed stosowaniem

powtok bitumicznych

I ZAKRES STOSOWANIA

Plastimul C jest stosowany po rozcienczeniu woda w proporcji 1:10 jako preparat gruntujacy pod hydroizolacje Plastimul
Fibre Plus lub Plastimul 2K Super oraz do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i powtok ochronnych powierzchni
pionowych i poziomych podziemnych elementéw konstrukcji betonowych i murowanych, takze w budownictwie
komunikacyjnym. Plastimul C jest naktadany pedzlem, watkiem lub natryskiem.

I WEASCIWOSCI TECHNICZNE

Plastimul C jest jednoskfadnikowa skoncentrowana emulsja bitumiczng, bezrozpuszczalnikowa, produkowana w oparciu
o formute opracowana w laboratoriach badawczo-rozwojowych MAPEI.

Plastimul C po rozcienczeniu woda moze by¢ naktadany pedzlem lub watkiem; jest odporny na dziatanie agresywnych
substancji wystepujacych w glebie.

Po aplikacji Plastimul C szybko wysycha i poprawia przyczepnos¢ zastosowanych produktéw hydroizolacyjnych z linii
Plastimul.

Plastimul C mozna stosowac na podtozach suchych lub lekko wilgotnych.

Plastimul C moze by¢ stosowany do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i powtok ochronnych podziemnych
czesci obiektow inzynierii komunikacyjnej jak: mostow, wiaduktow, tuneli, muréw oporowych.

I ZALECENIA

ENie rozcienczac Plastimul C rozpuszczalnikami.

ENie mieszac Plastimul C zcementem lub domieszkami.

mNie nakiadac¢ Plastimul C w temperaturze ponizej +5°C i powyzej +30°C.

ENie naktadac na istniejace warstwy bitumiczne lub na podfoza zawierajace smote.

I WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podtoza

Przed natozeniem Plastimul C na podtoza murowane nalezy sprawdzi¢, czy powierzchnia jest czysta, mocna i réwna.
Nalezy usunac z powierzchni resztki zaprawy murarskiej i uzupetni¢ ewentualne braki fug szybkowigzaca zaprawa
cementowa wzmocniong widknem Nivoplan Fast, zaprawa o skomensowanym skurczu Mapegrout Tissotropico,
Mapegrout 450 Thixo, Mapegrout 430 lub Mapegrout T60, jesli wymagane jest zastosowanie zaprawy siarczanoodpornej.
Alternatywnie, do reprofilacji podtoza mozna zastosowac zaprawe z cementu, piasku i dodatku emulsji polimerowej
Planicrete.

W przypadku powierzchni betonowych nalezy rowniez usunac wszelkie nieréwnosci w podtozu i gniazda zwirowe.
Usunac¢ mleczko cementowe, kruszgce sie czesci oraz wszelkie slady pytu, ttuszczu i olejow metoda piaskowania lub woda
pod cisnieniem.

Do wypetnienia ubytkéw lub naprawy podtoza nalezy uzy¢ Mapegrout Tissotropico, Mapegrout 450 Thixo, Mapegrout 430
lub Mapegrout T60.
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W miejscach potaczenia fundamentu i muru elewacyjnego, uformowac wyoblenia za pomoca Nivoplan Fast, Planitop
400, Mapegrout Thissotropico lub Mapegrout T60.

Przygotowanie produktu
Plastimul C jest dostarczany w postaci gotowej do uzycia. Przed uzyciem nalezy go dokfadnie przemieszac.

Gruntowanie podtoza

Plastimul C rozcienczy¢ czystg woda w proporcji1: 10 (1 czes¢ Plastimul C na 10 czesci wody). Rozcienczony produkt
nanosi¢ na uprzednio przygotowane podfoze pedzlem lub watkiem. Do naniesienia grubowarstwowej izolacji bitumicznej
Plastimul Fibre Plus badzZ Plastimul 2K Super mozna przystapi¢ gdy warstwa gruntujaca osiggnie stan matowo —
wilgotny (zwykle po okoto 1godzinie w temperaturze +23°C i w wilgotnosci wzglednej 50%).

Powioka ochronno-izolacyjna
Do wykonania powtoki ochronnej i przeciwwilgociowej stosujemy Plastimul C nierozcienczony.
Podfoze zagruntowac Plastimul C rozcienczonym w proporcji jak wyzej.

Warstwe izolacji nalezy nanosi¢ po wyschnieciu warstwy gruntujacej najlepiej w dwoéch cyklach roboczych, pedzlem lub
watkiem.

Ochrona warstwy izolacji

Przed zasypywaniem wykopdw i uktadaniem ptyt ochronnych, warstwa hydroizolacji z materiatu Plastimul C musi
wyschngac. Czas schniecia jest uzalezniony od temperatury i wilgotnosci powietrza.

W niskiej temperaturze i wysokiej wilgotnosci powietrza proces schniecia przebiega wolniej. Do zasypywania wykopdéw
nalezy uzywac odpowiednich materiatow.

Czyszczenie narzedzi

Narzedzia mozna umyc¢ woda, gdy Plastimul C jest jeszcze wilgotny. Gdy stwardnieje, mozna go usunac tylko
mechanicznie.

I ZUZYCIE

Jako zagruntowanie 20 — 30 g/m?2 koncentratu.
Jako powtoka ochronna ~0,5 kg/m? na dwie warstwy.

I OPAKOWANIA

Plastimul C jest dostepny w wiaderkach po 5 lub 30 kg.

I PRZECHOWYWANIE

Plastimul C nalezy przechowywacé w suchym miejscu w temperaturze nie nizszej niz +5°C, maksymalnie przez okres 12
miesiecy.

I SRODKI OSTROZNOSCI | BEZPIECZENSTWA

Szczegoty dotyczace bezpiecznego uzytkowania naszych produktéw znajduja sie w aktualnej wersji karty charakterystyki
dostepnej na stronie internetowej www.mapei.pl.
PRODUKT DO UZYTKU PROFESJONALNEGO.

I DANE TECHNICZNE (wartosci typowe)

DANE IDENTYFIKACYINE PRODUKTU

Posta¢: pasta
Kolor: czarny
Gestosé objetosciowa (kg/dm?3): 1,1
Odczyn pH: 10
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Lepkosé Brookfielda (mPas) 5 000 (wirnik 4 — 20 obr./min.)

DANE APLIKACII (w temperaturze +23°C i wilgotnosci wzglednej 50%)

Proporcja mieszania (emulsja gruntujaca): Plastimul C:woda =1:10
Czas schniecia: po okoto 45 - 60 minutach
Stan podtoza suche lub lekko wilgotne
Temperatura aplikacji: od +5°C do +30°C

I UWAGI

Powyzsze dane nalezy traktowac wytgcznie jako ogolne wskazowki. Poza informacjami zawartymi na opakowaniu
nalezy przestrzegac zasad sztuki budowlanej, norm krajowych oraz europejskich, wytycznych instytutow | stowarzyszen
branzowych oraz przepisow BHP. Niezalezne od nas warunki pracy i roznorodnos¢ materiatow wykluczajq jakiekolwiek
roszczenia wynikajgce z tych danych. W przypadku wagtpliwosci zalecane jest przeprowadzenie witasnych prob. MAPEI
udziela gwarancji jedynie co do niezmiennej jakosci swoich produktow.

Najbardziej aktualne wersje kart technicznych mogq zosta¢ pobrane ze stron MAPEI www.mapei.pl oraz
www.mapei.com.

I NOTA PRAWNA

Postanowienia niniejszej karty technicznej mogq by¢ wprowadzane do innych dokumentéw zwigzanych z danym
projektem, tym niemniej kornicowa tres¢ tych dokumentow w Zaden sposéb nie moze uzupetniac i nie moze zastepowac
tresci obowigzujqcej karty technicznej w trakcie aplikacji produktow z oferty MAPEI. Najbardziej aktualne wersje kart
technicznych moggq zosta¢ pobrane ze stron MAPEI www.mapei.pl oraz www.mapei.com

WSZELKIE ZMIANY POSTANOWIEN KARTY TECHNICZNEJ LUB ZMIANY WYMAGAN ZAWARTYCH LUB WYNIKAJACYCH
Z KARTY TECHNICZNEJ WYtACZAJA ODPOWIEDZIALNOSC MAPEI.

Referencje dotyczqce produktu sq dostepne na Zyczenie oraz na stronach www.mapei.com i www.mapei.pl
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Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie tekstow, zdjec¢ i rysunkéw w catosci lub w czesci bez
zezwolenia zabronione.
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